（V2XQ）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	FPC部分
	1-3
	20220125
	PROC.PURCHASING.008 ISS 1 - Exception Supplier Fabrication Requirements.docx徐方2021-03-26UK0007民品顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1-3
	
	

	预审部分
	1-3
	
	

	共用部分
	3-11
	
	

	共用部分
	3.电测章
	20210412
	About ET stamp request update.pdf徐方2021-03-29FINELINE所有代码民品顾客质量要求评审表

	共用2
	焊环要求
	20190718
	工程


共用部分：
1. 凡是盘孔等大、或盘小于孔 同时没有定义孔属性的，没有电器性能连接的都要与顾客确认孔属性

2. 客户说明要求IPC-III级标准时，必须保证焊环满足标准，无法满足时与客户提出确认。

3. 电测章：电测后需在每个单元板上加盖电测章，如果拼板数量太多，无法执行在每个单元板内盖章的要求时需EQ确认取消或者确认加盖在工艺边上。

4.阻焊

1）如果孔的两边都没有阻焊开窗，则需要按照IPC-4761类型VI方式做阻焊塞孔。
2）可剥胶厚度最小0.3mm
3) 一面开窗一面盖油的过孔，需EQ告知客户孔径＜0.35mm的孔会出现阻焊堵孔的风险，孔径≥0.35mm的孔会出现孔内藏药水咬蚀铜的风险,并与客户确认改为塞孔制作（按无绿油帽设计制作）或者双面开窗制作（双面开窗孔径≤0.35mm的孔也有阻焊堵孔风险，需说明）
4)不允许阻焊套印
   5.电镀填孔
客户文件要求CVF或者“Copper via fill”时必须做电镀填孔。

6.标记

1）客户无要求时添加快捷全套标记，周期(WWYY)以及阻燃等级94V-0.

2)客户要求添加追溯码时，需添加周期，批次号，PNL 号以及产品位置号。例如1221-34
A(1221为周期，3为生产的第3个批次，4为这个批次的第4个pnl，A为这个产品在这个pnl上的位置号)(如果客户有此要求请反馈销售处理，销售表示客户目前从未有此要求)
3）客户要求添加[image: image1.png]
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时，必须添加。
7.孔

1）孔径公差

PTH孔公差+0.1/-0.05mm

NPTH孔公差+/-0.05mm

当孔径＞6.5mm时，公差为+0.15mm/-0.05mm

NPTH以及PTH槽孔公差：槽长/槽宽≥2时，公差+0.15mm/-0.05mm
槽长/槽宽＜2时槽宽方向±0.075mm/槽长方向±0.1mm

槽长/槽宽＞5且槽宽＞0.6mm需采用铣槽方式，铣槽公差+/-0.13mm

2）孔环：内层PTH最小孔环25μm，外层PTH最小孔环50μm.

8.外形

1）外形长宽公差+/-0.15mm

2）无要求时，外形以及槽的最小内角半径为0.75mm

3）成品板边缘圆角半径可以为1.0mm

4) Mark点间距＜300mm时，公差+/-0.1mm，Mark点间距在300mm~500mm之间时，公差+/-0.125mm，当间距≥500mm时，公差+/-0.15mm。此处需提供图纸给生产测量并在图纸上备注好公差。
5)翘曲度≤0.75%
9.表面处理

1）沉金金厚：0.05~0.1μm，镍厚3~6μm

2）沉锡锡厚最小1μm

10.电测

导通电阻10Ω，绝缘电阻10MΩ，测试电压最小40V

11.其他

1.过孔移孔3mil以内不确认

2. 如果一层中只有焊盘，没有线路和散热孔，需要与客户EQ确认这个层的设计是否正确

3. 如果客户要求的外层铜厚度没有说明是否为完成铜厚或者最小铜厚，默认为最小完成铜厚

4. 如果板边与导体的距离较小会导致露铜需要EQ确认，不允许直接削铜。

5. 不允许在板内（不含工艺边）内外层铺铜（阻流铜），如果要添加必须EQ确认

6.不允许改变客户原设计，例如BGA独立焊盘设计是阻焊限定（例焊盘10mil,开窗8mil），不能因为补偿变成蚀刻限定。不能把开窗随意删除，不能随意增加开窗，不能移除阻焊桥。否则需要EQ确认。
7.如果有孔或槽太接近可剥胶的覆盖区域，若要覆盖孔或槽，必须EQ与客户确认

8.客户有桥连设计但文件中未说明桥连孔的大小和位置时需要与客户确认

预审部分：
1.拼板更改需要与客户确认

2.叠层与客户差异1mil以内不确认

3. 如果要使用生益的高TG板材S1170，需要与客户EQ确认

CAM部分：
1. 不允许删除和增加非功能性焊盘

2. 需要提供AB附连条给客户
3.不允许叉板出货
FPC部分：
1. 客户无要求时不允许点胶

2. 不允许使用有粘剂的材料

3.必须使用高TG的板材
